
 

 

 

定穎投資控股股份有限公司 

中華民國一一四年股東常會議事錄 

 

時    間：中華民國 114 年 5 月 22 日（星期四）上午九時整 

地    點：桃園尊爵天際大飯店 B1 紫雲廳（桃園市蘆竹區南崁路一段 108 號 B1） 

召開方式：視訊輔助股東會 

視訊會議平台：台灣集中保管結算所股份有限公司 

              （網址：https://stockservices.tdcc.com.tw） 

 

本公司已發行股數：277,674,584 股 

出席股數：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 153,201,242 股（其中以電子方式及視

訊方式行使表決權之股數 27,120,576 股） 

出席股數占已發行股數：55.17% 

 

主    席：黃銘宏 董事長 

出席董事：黃銘宏 董事、邱奕嘉 獨立董事(審計委員會召集人)、翁文欣 獨立董事、 

簡慧如 獨立董事 

列    席：安永聯合會計師事務所會計師 羅筱靖，律師 劉志院 

記    錄：劉國瑾 

           

一、宣佈開會（主席於九時整宣佈會議正式開始。） 

二、主席致詞（略） 

三、報告事項 

（一）一百一十三年度營業報告書，請參閱【附件一】。 

 

（二）一百一十三年度審計委員會查核報告書，請參閱【附件二】。 

 

（三）一百一十三年度盈餘分派現金股利情形報告 

說明：(一) 依本公司「公司章程」第 30 條，授權董事會以特別決議發放現金股利。 

(二) 本公司於 114 年 2 月 26 日董事會決議一百一十三年度現金股利為每

股新台幣 1.5 元，現金股利總金額新台幣 416,511,876 元。 

(三) 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元

之畸零款合計數，列入公司之其他收入。 

(四) 嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股數，致股東配息率因此發
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生變動而需修正時，授權董事長全權處理。 

(五) 有關現金股利之除息基準日、發放日暨其他相關事宜，授權董事長訂

定之。 

 

（四）一百一十三年度員工酬勞暨董事酬勞分派情形報告 

說明：本公司於 114 年 2 月 26 日經董事會決議通過，分派一百一十三年度員工酬

勞新台幣 6,862,000 元及董事酬勞新台幣 16,455,288 元，以現金發放。 

 

（五）大陸投資情形報告，請參閱【附件三】。 

 

（六） 本公司之子公司超穎電子電路股份有限公司擬於中國大陸之證券交易所申請上市

出具之新增承諾事項報告，請參閱【附件四】。 

 

（七） 本公司之子公司超穎電子電路股份有限公司擬於中國大陸之證券交易所申請上市，

子公司定穎電子股份有限公司及 WINTEK (MAURITIUS) CO., LTD.出具之承諾事

項報告，請參閱【附件五】。 

 

（八）本公司對外背書保證事項報告，請參閱【附件六】。 

 

（九）本公司第一次買回庫藏股相關事宜報告 

說明：本公司第一次買回庫藏股董事會之決議及執行情形： 

 

定穎投資控股股份有限公司 

庫藏股買回執行情形(尚在執行中) 

買    回    期    次 第一次 

買 回 目 的 維護公司信用及股東權益 

買 回 股 份 之 種 類 普通股 

買 回 股 份 之 總 金 額 上 限 240,000,000 元 

預 定 買 回 之 期 間 114.04.10~114.06.09 

預 定 買 回 之 數 量 6,000,000 股 

買 回 區 間 價 格 30 元~ 40 元 

已 買 回 股 份 種 類 及 數 量 普通股 0 股 

已 買 回 股 份 金 額 0 元 

已 買 回 數 量 占 預 定 買 回 數 量 之 比 率 ( % ) 0 % 

備註 

1. 買回之區間價格：新台幣 30~40 元，若公司股價低於所

訂區間價格，本公司仍得繼續執行買回股份。 

2. 至議事手冊上傳日，尚在執行買回區間，上述已買回情

形為截至 114 年 4 月 11 日資訊，實際買回執行情形將於

115 年股東常會報告。 
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四、承認事項 

第一案 

案由：一百一十三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，提請 承認（董事會

提） 

說明：一、本公司一百一十三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，業經董事

會編造完成，其中財務報表並經安永聯合會計師事務所羅筱靖、張志銘會計師

查核竣事。 

二、一百一十三年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱【附件

一】及【附件七】。 

決議：本議案投票表決結果如下： 

表決時出席股東表決權數(含電子投票及視訊)：153,201,242 權 

表決結果 占出席股東表決權數% 

贊成權數 
148,218,042 權 

(含電子投票 22,180,376 權) 
96.74% 

反對權數 
168,387 權 

(含電子投票 168,387 權) 
0.10% 

無效權數 0 權 0.00% 

棄權與未投票權數 
4,814,813 權 

(含電子投票 4,771,813 權) 
3.14% 

本案照原案表決通過。 

 

第二案 

案由：一百一十三年度盈餘分派案，提請 承認（董事會提） 

說明：依公司法及本公司之「公司章程」規定辦理，一百一十三年度盈餘分派表請參閱【附

件八】。 

決議：本議案投票表決結果如下： 

表決時出席股東表決權數(含電子投票及視訊)：153,201,242 權 

表決結果 占出席股東表決權數% 

贊成權數 
148,399,434 權 

(含電子投票 22,361,768 權) 
96.86% 

反對權數 
170,749 權 

(含電子投票 170,749 權) 
0.11% 

無效權數 0 權 0.00% 

棄權與未投票權數 
4,631,059 權 

(含電子投票 4,588,059 權) 
3.02% 

本案照原案表決通過。 
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五、討論事項 

第一案 

案由：修訂「公司章程」案，提請 討論（董事會提） 

說明：一、依金融監督管理委員會 113 年 11 月 8 日第 1130385442 號令： 

(1) 依據證券交易法第十四條第六項規定，上市公司於章程訂明以年度盈餘提

撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞之相關事項。 

(2) 公司應至遲於一百一十四年股東會依證券交易法第十四條第六項規定完

成公司章程之修正。 

二、「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱【附件九】。 

決議：本議案投票表決結果如下： 

表決時出席股東表決權數(含電子投票及視訊)：153,201,242 權 

表決結果 占出席股東表決權數% 

贊成權數 
148,409,087 權 

(含電子投票 22,371,421 權) 
96.87% 

反對權數 
164,785 權 

(含電子投票 164,785 權) 
0.10% 

無效權數 0 權 0.00% 

棄權與未投票權數 
4,627,370 權 

(含電子投票 4,584,370 權) 
3.02% 

本案照原案表決通過。 

 

六、選舉事項 

案由：補選獨立董事一席案，提請選舉（董事會提） 

說明：一、因劉恒信獨董於 113 年 5 月 20 日提出辭任，獨立董事缺額一席，故提請於本

年度股東常會提出補選獨立董事一席案，本公司獨立董事之選舉採候選人提名

制度。 

二、本次補選之獨立董事任期與現任董事相同，任期自當選日(114 年 5 月 22 日)

起至 115 年 5 月 17 日止。 

三、本次補選依本公司「董事選任程序」為之。 

四、獨立董事候選人名單業經 114 年 2 月 26 日董事會通過，獨立董事候選人名單

詳議事手冊。 

選舉結果：獨立董事當選名單及當選權數如下： 

當選別 戶號或身份證明文

件編號 

姓名 當選權數 

獨立董事 00048409 林長洲 145,901,756 

 

七、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。 
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八、散    會：同日上午九時二十四分，主席宣佈散會。 

 

本次股東會無股東提問。 
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定穎投資控股股份有限公司 

一百一十三年度營業報告書 

 

113 年全球總體經濟延續前一年的挑戰，面臨成長放緩與高度不確定性。高利率環境持續壓抑

企業投資與消費者支出，儘管通膨有所回落，但各國央行仍審慎調整貨幣政策。中國經濟復甦

動能不足，房地產市場疲軟與內需低迷影響全球供應鏈與貿易活動。地緣政治風險進一步加

劇，美中科技戰擴大至關鍵供應鏈，俄烏戰爭與以哈衝突未解，加深全球市場動盪。此外，供

應鏈重組、能源轉型與人工智慧的崛起，也為各國經濟帶來挑戰與機遇。 

 

根據國際貨幣基金組織（IMF）114 年 1 月發布的《世界經濟展望》更新，113 年全球經濟增

長率為 3.2%，預測 114 年和 115 年均為 3.3%，低於歷史平均 3.7%。各國增長分化，美國增

速提升，但其他經濟體風險偏向下行。全球通脹預計從 2025 年的 4.2%降至 2026 年的 3.5%，

發達經濟體通脹將更早回歸目標，為降息提供空間。IMF 指出，全球經濟中期增速仍低於歷史

水準，政策制定者須重建財政與貨幣緩衝，推動結構性改革，加強多邊合作，以提升增長前景，

確保經濟可持續發展。 

 

根據 Prismark 的報告，113 年整體經濟挑戰包括：需求疲弱與庫存去化未完成，高通膨與高

利率持續影響全年經濟環境，中國、歐洲、日本等地面臨宏觀經濟挑戰，地緣政治衝突加劇，

美國半導體技術出口受限，供應鏈重組等。113 年電子市場成長 4.6%，主要受 AI 驅動，包括

伺服器、高效能運算（HPC）、數據中心網路、高階封裝、高速電路板與低 Dk 材料。113 年

AI 伺服器市場呈爆發性成長，成為推動電子產業的關鍵動力，增長 48%，未來五年內預計將

持續擴張，年均複合成長率達 20.2%，為主要增長動力。東南亞（泰國、馬來西亞、越南）

PCB 產能擴張，也將成為電子產業發展關鍵階段。 

 

113 年 PCB 市場成長 5.8%，其中 18 層以上多層板為增長最快的細分市場，達 25.2%。雖部

分增長來自其基期較小，但更突顯數據中心、網絡設備及 AI 伺服器的強勁需求。高密度互連

板（HDI）市場則成長 17.8%，為增速第二的類別，主要受 HLC+HDI 板帶動，廣泛應用於

AI 伺服器、高速網絡、衛星通信及汽車等領域，展現強勁成長動能。 

 

展望未來，114 年 PCB 市場預計成長 6.1%，五年年均複合成長率（CAGR）達 5.6%。全球

PCB 產能正加速轉型，中國仍穩居全球最大生產基地，未來將專注於高附加值產品，並擴大

本地生產佔比，同時產業整合趨勢日益明顯。東南亞（SEA）則迅速崛起，涵蓋 MLB、HDI、

FPC 與載板等領域，未來數年內有望成為全球第二大生產基地。此外，日本、台灣及韓國將更

【附件一】 
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加聚焦於高附加價值的先進技術，進一步提升市場競爭力，推動產業持續升級發展。 

 

113 年定穎營收成長 13%，主要受惠於 HDI 市場的強勁增長，其中 HDI 營收大幅成長 55%，

占比由 24%提升至 32%，產品結構持續優化。在產品應用方面，以網路通訊及服務器表現最

為亮眼，受市場需求強勁及主要客戶成長帶動，營收大幅成長 82%，展現強勁的成長動能。

此外，電腦及周邊設備、儲存裝置、及汽車等業務亦實現穩健增長。毛利率較去年略有下降，

主要受泰國廠初期營運成本較高的影響。然而，隨著泰國廠產能逐步擴大，以及高階產品於

114 年陸續進入量產，毛利率可望獲得改善。整體而言，113 年稅後淨利成長 4.4%，每股盈

餘（EPS）達$3.78，展現穩健的獲利能力。 

 

113 年，為深化永續發展並強化永續治理，定穎依據「公司治理實務守則」及「永續發展實務

守則」的規定，將原 ESG 永續委員會升級為董事會下的「永續發展委員會」，進一步提升對永

續議題的監督與實踐，推動企業邁向更高標準的永續經營。為確立減碳承諾、提升企業永續競

爭力，並回應利害關係人期待，定穎已向 SBTi 提交具體的科學減碳目標與方法，並預計於 114

年通過 SBTi 審核。在再生能源使用方面，113 年黃石廠自發太陽能電力達 220 萬度（kWh），

並購買綠電約 9,148 萬度（kWh），使綠色能源使用率達 34.42%，定穎將持續推動綠色能源

轉型，邁向更可持續發展的未來。此外，113 年定穎攜手供應鏈夥伴，共同進行 ISO 14067

產品碳足跡（PCF）盤查，完善定穎碳足跡管理系統，提供客戶所需資訊，共同降低產品碳足

跡，實現永續發展與環境共生的願景。 

 

113 年，定穎在 ESG 領域表現卓越，多項成果獲得國際與業界高度肯定，具體包括： 

1. 國際認可：入選標普全球可持續發展年鑒，展現定穎在可持續發展領域的深耕與突破，並

憑藉卓越實力獲得全球肯定。 

2. 永續獎項：榮獲 TCSA 永續企業績優獎及永續報告書銀獎，彰顯企業在社會責任與永續發

展上的全面努力與卓越願景。 

3. 人才培育：桃園推動 AI 與健檢雙賦能計畫，榮獲結訓典範企業，顯示定穎在 AI 人才培育

與實務應用方面的領先地位。 

4. 供應鏈卓越： 

 昆山廠榮獲日立樂金光科技 2024 年度優秀供應商獎。 

 超穎獲頒大陸汽車 2024 年度卓越供應鏈獎。 

 超穎榮獲樂金電子 2024 年度優秀供應商獎。 

 超穎獲 AMD PEEP 專案特別貢獻獎。 

5. 綠色永續發展： 

 超穎榮獲國家級綠色供應鏈管理企業認證。 
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 超穎獲湖北省生態環境廳評選為「綠標企業」，展現卓越的環保績效。 

 超穎成為多層高階高密度互連板企校聯合創新中心，持續推動技術創新與產學合作。 

定穎將持續深化永續經營與產業創新，攜手供應鏈夥伴共創綠色低碳的未來。 

 

關於泰國廠，我們團隊以「光速」完成泰國廠的建設，從打樁到投產僅一年內完成，創下業界

壯舉。自 113 年 7 月正式投產，目前面對諸多前所未有的挑戰，我們全力提升目標產品的良

率、品質與營收，朝著既定的獲利目標邁進。泰國廠的技術聚焦於高階多層板與高階 HDI，產

品應用涵蓋 GPU、ASIC、Server、Switch、Satellite 及 Automotive 等關鍵領域。我們的目

標是贏得國際頂級客戶的信賴與訂單，將泰國廠打造成為泰國高階製程規模最大、技術最先

進、ESG 發展最成熟的 PCB 生產基地，持續提升永續經營能力。 

 

最後，與大家共勉：思路不要被框架限制住、做不一樣的事、達到更好的結果！ 

 

一、113 年度合併營業計劃實施成果 

單位：新台幣仟元 

項目 113 年度 112 年度 成長率 

營業收入 17,787,004 15,713,954 13.19% 

稅後(損)益 1,075,539 1,030,653 4.36% 

獲利率 6.05% 6.56% (7.77%) 

 

二、113 年度合併預算執行情形 

單位：新台幣仟元 

項  目 113年度實績 113年度預算 達成率 

營業收入 17,787,004 17,693,263 100.53% 

營業成本 13,676,707 13,548,379 99.06% 

營業毛利 4,110,297 4,144,884 99.17% 

營業費用 2,573,101 2,505,373 97.37% 

營業利益 1,537,196 1,639,511 93.76% 

稅前利益 1,567,588 1,597,253 98.14% 

 

三、113 年度合併財務收支及獲利能力分析 

單位：新台幣仟元 

分析項目 113年度 112年度 

財務 財務收入 18,282,792 16,104,184 
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收支 財務支出 16,715,204 14,638,661 

獲 

利 

能 

力 

資產報酬率 5.43% 6.40% 

股東權益報酬率 14.35% 15.71% 

佔實收資本 

比率 

營業利益 55.36% 59.11% 

稅前利益 56.45% 52.78% 

純益率 6.05% 6.56% 

每股盈餘(元) 3.78 3.61 

 

四、113 年研究發展狀況 

 

113 年已擺脫 COVID-19 疫情影響，疫情已然流感化，生活已回復正軌，已經恢復疫情

前榮景，但因為疫情期間遠距的習慣已經成形，且 5G 相關產業蓬勃發展下，使得網路通

信的應用持續發展。5G 行動通信、汽車自動駕駛、衛星通訊及伺服器相關依然是電子產

業發展的主軸。另外因應高速晶片散熱需求、新能源汽車與 Mini-LED 顯示屏等對散熱的

高度需求，在散熱技術上如厚銅、內埋銅塊、銅膏等，亦有強烈的市場需求。113 年我們

除了持續進行品質改善、提升製程能力外，也持續以高頻/微波產品的專業能力與多家網

通產品公司與車用毫米波雷達共同進行產品早期設計開發，並成功打入 5G Open-RAN

設備客戶，共同開發 RRU 及天線設備等高頻、高速 PCB 應用。另外因應伺服器市場的需

求，在黃石二廠及泰國廠亦投入大量因應厚大板生產需求的設備與技術，強化公司在伺服

器、交換機市場的能力，113 年泰國 P5 廠的建設已完成，更進一步提升高層數、厚大板

的製程能力，並符合歐美客戶能在第三地生產的要求。另一方面也同時強化公司於高頻/

微波產品的技術能力開發，並導入天線自主檢測技術與設備，持續提升在未來的電子產業

高頻、高速、高散熱的技術需求中的競爭力。 

 

113 年我們主要研發項目及成果歸納為以下六點：  

1. 高速低損耗產品方面：持續針對各家 Ultra low loss, Ultra low loss 2, Super ultra 

low loss 等材料測試並取得 UL 認證。產品結構方面：針對高多層，廠內已完成 50

層技術認證；針對多階 HDI，已經完成 20 層 anylayer 和 6+12+6 的生產和信賴性

確認。產品技術能力方面：階梯金手指，N+M，N+M+N，板內鍍金工藝已經完成

樣品認證；背鑽 4+/-2mil，0 stub 工藝也在穩步佈局開發中。 

 

2. 高階 HDI 及薄型化產品方面：高階 HDI 已經完成 24 層 8+8(B)+8 server HDI 開發，

16 層 Anylayer HDI 成功量產， PCS size>550mm LCD/LED 尺寸控制主機板成功

量產,12層Anylayer Cavity高階筆記型電腦主機板認證與量產。完成12層 Anylayer
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汽車中控用主機板開發和量產，並成功量產 14 層內外全 3oz 設計智慧電網控制 HDI

板。成功開發和量產 8+8 HDI PCS size>580mm，1pcs/panel 的測試模組產品。

完成 Anylayer 成品板厚<0.3mm 的鏡頭模組開發和量產, 可生產盲孔的孔徑也下探

到 3mil。另針對能耐多次壓合之材料調查已完成和標準化，使 Anylayer 使用材料

能更多元與穩定。薄型化產品 Mini-LED 0.2mm 板厚已認證並開始生產，113 年的

研發重點在投入製程能力以提升更薄厚度（0.15-0.1mm）之類 BT 材料產品的開發

生產。 

3. Mini-LED 顯示屏產品 : 目前正朝更高解析度發展，以符合最小 pad gap 設計

0.04mm、板厚最薄至 0.2mm、反射率高達 90%以上的的產品設計開發. 類 BT 材料

與 FR4 材料混壓設計的戶外屏顯示板完成開發。 

4. 高頻毫米波（mmWave）產品方面：在汽車毫米波雷達 60GHz/77GHz 上出貨量持

續攀升，並持續開發相關客戶。天線性能自主測試探針平臺已試運行，可自主測試

77GHz 頻段附近的 S 參數。新式天線技術開發上，在 4D 成像雷達部分，已與多家

客戶深入合作並推出多款前向、角成像級車用雷達，同時與知名 Tier-1 及晶片公司

合作開發的波導雷達已經取得性能上的認可，並進入小樣試產階段。另外已購入相關

測試儀器，具備測試能力，能更全方位滿足客戶需求。在衛星通信及微波產品上，地

球同步衛星（GEO）地面接收站持續量產，最具規模發展性的低軌道衛星（LEO）地

面接收站持續與客戶接觸爭取量產機會。5G Open RAN RU 模組配合客戶開發中，

5G 用小基站固定無線存取（FWA）與客戶前置設備（CPE）部分，目前已取得多家

客戶認證，因 5G 毫米波整體進度受疫情延遲，目前持續偕同客戶針對 28GHz 與

39GHz 產品進行先期樣品開發生產測試。 

5. 高散熱產品方面：埋銅技術持續配合汽車、通訊用戶端協助設計與打樣。厚銅 3oz

以上的散熱運用，有效對於客戶對散熱需求進行設計建議與開發；12oz 產品進入樣

品制做階段。高導熱材料部份的評估開發，目前陸續對導熱係數 2.0W/m-k 以上的

高導熱 CCL 進行評估，同時散熱膏也已經完成內部認證，客戶樣品試做中；在汽車

板客戶對於 IMS 材料的需求，也對材料與工藝啟動開發程式；高導熱陶瓷材料氮化

鋁的電鍍前處理加工工藝及設備也已進入開發評估階段。整體對於各客戶所關注的散

熱技術需求，即將建立完整的產品與工藝服務技術。 

6. 內埋主被動元件產品方面：運用內埋式元件技術，與客戶共同開發內埋式元件 48V 

integrated Belt Starter Generator（iBSG）產品，產品已完成認證；內埋 MOSFET

啓動開發；內埋原件借由埋銅技術的能力提升與設備測試，對於內埋材料的最小尺寸

能力已提升至 2X2mm，持續對更小尺寸的操作進行提升。磁性材料的加工工藝及對

應產品設計工藝，與客戶進行樣品共同開發階段，並加強材料與產品加工工藝的匹配

度。 
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董事長：黃銘宏          總經理：劉國瑾           會計主管：倪佩婷 
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【附件二】 

審計委員會查核報告書 

 

本審計委員會同意並經董事會決議之本公司民國一百一十三年度財務報表，

嗣經董事會委任安永聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。 

另董事會造送本公司民國一百一十三年度營業報告書、財務報表及盈餘分派

議案，經本審計委員會查核，認為符合公司法相關法令規定，爰依公司法第二百

一十九條之規定報告如上。 

敬請 鑒核 

 

此致 

定穎投資控股股份有限公司民國一一四年股東常會 

 

審計委員會召集人： 邱奕嘉 

 

 

 

中 華 民 國 一 一 四 年 二 月 二 十 六 日 
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【附件三】 

定穎投資控股股份有限公司 

大陸投資情形 

一百一十三年度 

單位：新台幣仟元 

大陸被

投資公

司名稱 

主要營業 

項目 
實收資本額 

投資 

方式 

本期期初

自台灣匯

出累積投

資金額 

本期匯出或收回投

資金額 本期期末自

台灣匯出累

積投資金額 

被投資公

司本期損

益 

本公司直

接或間接

投資之持

股比例 

 

本期認列投

資(損)益 

 

期末投資

帳面價值 

截至本期止

已匯回投資

收益 

本期期末累

計自台灣匯

出赴大陸地

區投資金額 

經濟部投

資審議司

核准投資

金額 

依經濟部投

資審議司規

定赴大陸地

區投資限額 
匯出 收回 

定穎電

子(昆

山)有限

公司 

經營印刷

電路板之

產銷業務 

$2,622,800 

(註 2、3 及

6) 

 

(註 10) 

 

 

$2,260,265 

 

 

$- 

 

 

$- 

 

 

 

$2,260,265 

 

 

 

$369,567 

(註 2) 

 

97.8541% 

 

 

$427,650 

(註 2、4、5

及 11) 

$3,095,021 

(註 2、4及

11) 

 

$1,977,132 

(註 2) 

 

$2,260,265 

 

 

$- 

(註 10) 

 

$4,732,442 

超穎電

子電路

股份有

限公司 

經營印刷

電路板之

產銷業務 

$1,909,726 

(註 2、7、8

及 9) 

(註 1) $504,167 $- $- $504,167 

 

$1,201,347 

(註 2) 

97.8541% 

$866,071 

(註 2、4、5

及 11) 

$8,400,109 

(註 2、4及

11) 

$- $504,167 $3,397,582 

-13-



 

註 1：透過第三地區投資設立 WINTEK (MAURITIUS) CO., LTD.投資 Dynamic Holding Pte. Ltd.再投資大陸公司。 

註 2：外幣金額係依資產負債表日匯率換算為新台幣金額。 

註 3：實收資本額為美金 80,000 仟元。 

註 4：投資損益認列基礎，係經台灣母公司簽證會計師查核之財務報表。 

註 5：係包括採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額及期初期末側逆流交易產生之未實現損益。 

註 6：台灣匯出累積投資金額美金 69,500仟元與實收資本額美金 80,000仟元之差異，係WINTEK (MAURITIUS) CO., LTD.以自有

資金現金增資美金 10,500 仟元所致。 

註 7：台灣匯出累積投資金額美金 16,060仟元與實收資本額美金 50,000仟元之差異，係WINTEK (MAURITIUS) CO., LTD.以受配

定穎電子(昆山)有限公司股利美金 33,940仟元間接轉投資所致。 

註 8：超穎電子電路股份有限公司於民國一一一年八月四日經董事會決議辦理減資美金 73,000 仟元轉列資本公積，另於民國一一

一年九月二日經董事會通過辦理現金增資人民幣 35,000 仟元，其中人民幣 8,888仟元(折合美金 1,250仟元)轉列資本，餘人

民幣 26,112仟元轉列資本公積。 

註 9：實收資本額為美金 58,250 仟元。 

註 10：由原新加坡 Dynamic Electronics Holding Pte. Ltd.轉投資定穎電子(昆山)有限公司之架構，變更為由超穎電子電路股份有限

公司轉投資定穎電子(昆山)有限公司，並認列投資收益及帳面價值。 

註 11：於編製合併財務報表時業已沖銷。
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       定穎投資控股股份有限公司 

 

本公司之子公司超穎電子電路股份有限公司擬於中國大陸之證券交易所申請 

上市出具之新增承諾事項 

 

說明： 

一、本公司之子公司超穎電子電路股份有限公司（下稱「超穎」）向中國大陸證

監會申請首次公開發行人民幣普通股(A 股)股票並在上海證券交易所上市案，業

經本公司111年09月02日董事會及111年10月26日第一次股東臨時會議通過。  

 

二、配合前述遞交上市申請文件之需，本公司之子公司超穎出具之相關承諾事項

如下: 

 

序號 承諾項目 超穎 

1 
關於首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市

後子公司現金分紅的承諾函 
 

 

 

三、以上相關承諾函內容對於本公司及子公司之財務、業務或股東權益之影響業

經本公司 113 年 10 月 1 日審計委員會審議及董事會決議通過，其審議結果認為

對本公司及子公司財務、業務或股東權益並無重大影響。 

【附件四】
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       定穎投資控股股份有限公司 

 

本公司之子公司超穎電子電路股份有限公司擬於中國大陸之證券交易所申請上

市，子公司定穎電子股份有限公司及 WINTEK (MAURITIUS) CO., LTD.出具之

承諾事項報告 

 

說明： 

一、本公司之子公司超穎電子電路股份有限公司（下稱「超穎」）向中國大陸證

監會申請首次公開發行人民幣普通股(A 股)股票並在上海證券交易所上市案，業

經本公司111年09月02日董事會及111年10月26日第一次股東臨時會議通過。  

 

二、配合前述遞交上市申請文件之需，子公司定穎電子股份有限公司 (下稱「定

穎電子」)、子公司 WINTEK (MAURITIUS) Co., Ltd.（下稱「WINTEK (MAURITIUS)」）

出具之相關承諾事項如下: 

 

序號 承諾項目 定穎電子 
WINTEK 

(MAURITIUS) 

1 關於股份鎖定及減持事項的承諾函   

2 
關於欺詐發行上市的股份回購和股份買

回承諾函 
  

 

 

三、以上相關承諾函內容對於本公司及子公司之財務、業務或股東權益之影響業

經本公司 114 年 2 月 26 日審計委員會審議及董事會決議通過，其審議結果認為

對本公司及子公司財務、業務或股東權益並無重大影響。 

  【附件五】 
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定穎投資控股股份有限公司 

為他人背書保證 

說明：依本公司「背書保證作業程序」規定，本公司及子公司整體對外背書保證

之總額已達本公司淨值百分之五十以上，特依公開發行公司資金貸與及背

書保證處理準則第十二條第一項第三款之規定，說明其必要性及合理性如

下： 

1.必要性：因本公司之子公司為在中國大陸及泰國經營之企業，於中國大

陸及泰國當地籌資不易，故子公司須轉而向台灣的銀行籌資，

但因子公司向台灣的銀行籌資往往須要母公司背書保證，故本

公司及子公司整體為其背書保證之總額達本公司淨值百分之

五十以上有其必要性。 

2.合理性：因目前本公司及子公司提供背書保證對象之子公司皆為百分之

九十以上直接或間接持有其表決權，皆屬本公司集團之其中一

員，故本公司及子公司整體為其背書保證之總額達本公司淨值

百分之五十以上有其合理性。 

單位 : 新台幣仟元

定穎投資控股股份有限公司 超穎電子電路股份有限公司 $3,118,295

定穎投資控股股份有限公司
Dynamic Technology

Manufacturing(Thailand) Co., Ltd.
$2,812,093

$5,930,388合計

背書保證者公司名稱 期末背書保證餘額承諾擔保事項被背書保證對象公司名稱

融資擔保

 

【附件六】 
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【附件七】 
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定穎投資控股股份有限公司 

一百一十三年度盈餘分派表 

       單位：新台幣元 

項目 金額 

期初未分配盈餘  459,261,908  

113 年度淨利  1,050,738,829  

  減：提列法定盈餘公積 (105,073,883) 

  加：迴轉特別盈餘公積  90,287,337  

可供分配盈餘  1,495,214,191  

分派項目:  

  113 年度現金股利(預計每股 1.5元) (416,511,876) 

期末未分配盈餘 1,078,702,315  

 

  

董事長：黃銘宏       總經理：劉國瑾       會計主管：倪佩婷 
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定穎投資控股股份有限公司 

「公司章程」修訂前後條文對照表 

修正條文 現行條文 說明 

第三十條： 

本公司年度如有獲利，應提撥不

低於千分之一為員工酬勞(前述員

工酬勞數額中，提撥不低於百分

之一為基層員工分派酬勞)，由董

事會特別決議以股票或現金分派

發放；本公司得以上開獲利數

額，由董事會決議提撥不高於百

分之三為董事酬勞。員工酬勞及

董事酬勞分派案應提股東會報

告。 

但公司尚有累積虧損時，應預先

保留彌補數額，再依前項比例提

撥員工酬勞及董事酬勞。 

 

 

 

 

（以下略） 

第三十條： 

本公司年度如有獲利，應提撥不

低於千分之一為員工酬勞，由董

事會決議以股票或現金分派發

放，其發放對象包含符合一定條

件之從屬公司員工；本公司得以

上開獲利數額，由董事會決議提

撥不高於百分之三為董事酬勞。

員工酬勞及董事酬勞分派案應提

股東會報告。 

 

前項員工酬勞發給股票或現金之

對象，包括符合一定條件之從屬

公司員工，其條件及方式由董事

會特別決議並提股東會報告。但

公司尚有累積虧損時，應預先保

留彌補數額，再依前項比例提撥

員工酬勞及董事酬勞。 

（以下略） 

依金融監督管理委員會

113年11月8日第

1130385442號令修訂。 

第三十二條： 

本章程訂立於民國111年05月20

日。 

第一次修正於民國112年05月18

日。 

第二次修正於民國114年05月22

日。 

第三十二條： 

本章程訂立於民國111年05月20

日。 

第一次修正於民國112年05月18

日。 

增列修訂日期及次數。 
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